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Aluminium - Wedge Bonds auf einem Halbleiter
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Mit Aluminiumdraht gebondeter Halbleiter.
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Schoner Ball-Bond mit Golddraht.
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Zweite Bondstelle mit Golddraht

Schlecht haftender Golddrahtbond einer zweiten
Bondstelle.
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Eine gute zweite Al-Draht Wedge — Wedge-
Bondstelle auf Silberleiterbahn
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Schlechter Aluminium-Wedge-Bond
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Gute zweite Bondstelle eines Aluminium Bandchens.
(Anwendung im HF-Bereich)
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Aluminium-Wedge-Bond. Draht hat eine Bruchstelle.
Ursache ist ein defekter Bondkeil.
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Therrnokompressi ute Bondstelle
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Siehe oben
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durchgeschmolzene Bonddrihte

siehe oben

siehe oben
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wie oben
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WD : 24 MM

verstopfter Bondkeil



